
부품소재 기술과제 35개 추가선정
산자부 , 200 1년 선정 75개 사업에 단계적으로 2240억원 투입 예정

산업자원부는 2001년도 제2차로 36개 기업(35개 과제)을 부품소재 기술개발 사업자로 선정하고, 2001

년도 167억원을 포함 3년간 총 368억원의 기술개발자금 지원계획을 확정했다.

산자부는 부품·소재 기술개발 사업자로 선정된 기업은 2001년 7월 공고한 204개 개발대상 핵심 부품

소재에 대해 지원을 신청한 기업으로 엄격한 기술성과 사업성 평가를 통과해 최종 선정되었다고 12월20

일 밝혔다.

기술성 평가는 산학연 전문가 200여명으로 구성된 평가사업단(단장 임관 삼성종합기술원 회장)을 통

해 기술의 혁신성과 파급효과를 검증했고, 사업성 평가는 투자기관협의회 소속 51개 투자기관들의 기술

개발 기업에 대한 투자로 사업성과 기업 투명성을 시장에서 검증했다.

35개 부품소재 기술개발과제 선정현황 (단위: 개, %)

구 분 기계 자동차 전자 전기 금속 화학 섬유 누 계

투자연계

개 발

2 - 22 - 3 6 - 33
(6.1) ( - ) (66.7) ( - ) (9.1) (18.2) ( - ) (100.0)

생산기업

공동개발

- - - - 2 - - 2
( - ) ( - ) ( - ) ( - ) (100.0) ( - ) ( - ) (100.0)

합 계
2 - 22 - 5 6 - 35

(5.7) ( - ) (62.9) ( - ) (14.3) (17.1) ( - ) (100.0)

신규 선정된 36개 기업은 앞으로 3년간 정부기술개발자금 368억원, 민간투자 283억원, 자기자금 240억

원 등 892억원을 부품·소재 기술개발사업에 투자해 Global Sourcing에 참여할 수 있는 경쟁력 있는 부

품·소재를 개발할 계획이다.

산자부는 9월6일 1차로 선정된 40개 과제에 대해 3년간 정부 598억원, 민간투자 283억원, 자기자금

365억원 등 1353억원의 자금을 투입했다.

5개 부품소재 기술개발과제 투자계획 (단위: 100만원)

구 분 과제수
총 사 업 비

정부출연금 민간 투자기관 누 계
기계류부품 2 1,406(698) 577 1,200 3,183
자동차부품 - - - - -
전 기 - - - - -
전자부품 22 21,885(10,724) 13,893 20,081 55859
금속소재 5 7,183(2,932) 4,805 2,800 14,788
화 학 6 6,367(2,386) 4,724 4,251 15,342
섬유소재 - - - - -
합 계 35 36,841(16,740) 23,999 28,332 89,172

+ ( )안은 1차년도 출연금



따라서 2차로 선정된 35개 과제를 포함 2001년도에 발굴한 총 75개 핵심과제의 기술개발과 사업화에

총 2240억원을 3년 동안 단계적으로 투입할 계획이다.

한편, 산자부는 11월2일 공고한 2002년도 제1차 부품·소재 기술개발사업에 총 185건의 신청을 접수했

으며, 신청자에 대해서는 2001년도 사업과 동일한 방식으로 기술성 및 사업성 평가를 통해 2002년도 1/4

분기 중으로 지원대상을 선정지원할 계획이다.

또 장기적으로 2010년까지 민간 투자기관과 공동으로 매년 50개 이상의 핵심 부품소재를 발굴해 총 2

조원의 기술개발자금을 투입할 예정이다.

제2차 부품·소재 기술개발 선정 과제 현황 (35개)

(단위: 100만원)

주관기관 과 제 명 정부 민간 투자기관 누 계

(주)암트론
차세대 표면실장용 무연 솔더분

체 및 페이스트 제조기술
624 3 17 600 1,54 1

(주)폼텍 발포알루미늄 보드 2 ,730 1,744 1,100 5 ,575

(주)유피디
PDP용 감광성 격벽페이스트 개

발
1,653 1,23 1 700 3 ,584

(주)월텍
박·후막 공정을 이용한 멀티레
이어 측정용 초음파 트랜스듀서
의 개발

1,275 427 900 2 ,602

(주)실트로닉테

크놀로지

디지털 방송물 인증 및 복제제어, 모
니터링을 위한 Water-marking chip
설계

544 843 500 1,887

삼경정보통신

(주)
실시간 3차원 영상센서 개발 900 300 700 1,900

(주)옵토메카
50μm급 플라스틱 refractive/
diffractive micro lens array 및
micro lens 개발

1,562 798 1,000 3 ,360

(주)샘텍
하드디스크 마그네틱 표면 코팅기

술개발
887 3 11 70 1 1,899

칩스브레인

(주)

CCD용 디지탈 신호처리 프로세
서를 이용한 네트워크 카메라시
스템 On - Chip ASIC 개발

585 623 3 00 1,508

코디스(주)
T FT - LCD 절단용 초정밀다이

아몬드 커터 제조기술개발
3 00 100 3 00 7 00

새한에너테크

(주)
정보통신용 Advanced
Lithium Battery 개발

1,73 9 60 1 4 ,000 6 ,34 0

이디텍(주)
HDT V용 동영상 처리기술과

Image Processing VLSI 개발
1,373 800 600 2 ,773

알앤엘생명

과학(주)
천연생리활성 화장품 소재 상귀

나린의 개발
7 09 242 950 1,90 1

삼성공조(주)
별도의 하우징이 필요 없는
구조의 AL소재 적층식 오일
쿨러 개발

1, 106 477 900 2 ,4 83

코브테크

놀로지(주)
전력용 초고속 다이오드 개발 997 566 4 50 2 ,0 13



주관기관 과 제 명 정부 민간 투자기관 누 계

플라즈마테크(주) 연성회로기판용 PI 소재 CCL 개발 53 6 17 9 7 50 1,4 65

한켐(주)
키랄 자리 역전환 기술을 이용
한 L- 뉴클레오사이드 유도체의
개발(L- RIBOSE 제외)

4 19 4 57 7 0 1 1,577

코셋(주)
광증폭기용 고성능 저가격
980nm 펌프모듈 기술개발

1,47 3 1,473 800 3 ,74 5

아스텔(주) PC 카메라 및 보안용 칩셋 개발 1,05 1 77 1 3 00 2 , 122

다스코아(주)
권선형 RF Chip Inductor
1005(0402) type개발 및 생산 자
동화 공정 개발

1,054 699 550 2 ,3 02

에어포인트
IMT - 2000용 AAL2/ 5
T ranslation Processor 개발

1,003 7 0 1 900 2 ,604

이리콤(주)
PCS/ IMT 2000용 Coar se WDM
device 개발

2 0 0 2 00 52 0 92 0

글로벌써키트(주)
EPS(Embedded Pattern Substrate)
BGA 기판 소재 개발

1,2 5 0 53 0 7 50 2 ,52 9

신영텔레콤(주)
5GHz 대역의 무선접속 카드 및
Access Point 개발

60 8 608 900 2 , 115

펩트론(주)
펨타이드를 이용한 신기능 화장
품 소재 개발

1,10 1 1,227 600 2 ,92 8

FCI(주)
SAW 필터내장 GPS/ IMT -
2000/ Cellular, PCS CDMA
Receiver MMIC 및 MCM 개발

1,3 83 7 03 9 10 2 ,995

네비온(주)
인중합체(Polyphosphate)가 다량 함
유된 천연물질을 이용한 항노화
제 개발

58 8 2 16 4 00 1,2 04

메디포스트(주)
탯줄 간엽줄기세포를 이용한 (연)골
재생용 복합생체 재료 개발

2 ,097 1, 157 1,000 4 ,2 54

바이오텔(주)
전기/전자기기용 비반도체식 정전
위형 가스센서 및 소재 개발

3 93 3 93 3 , 100 3 ,886

픽셀칩스(주) Poly silicon T FT LCD의 구동
Chipset 개발

52 0 553 3 00 1,373

태고사이언스(주) 상처치유용 배양피부의 대량생
산 기술개발

1,4 52 1,42 6 600 3 ,47 8

엠투화이바(주) Nano Class Metal Fiber 제조
기술 개발

2 ,17 7 1,09 1 1, 100 4 ,3 68

레이젠(주) 반사형 LCD용 Front Light
System 개발 90 1 586 4 50 1,937

현대하이스코(주)* 자동차용 하이드로포밍 강관
기술 개발 외 1 1,653 1,653 - 3 ,306

* 생산기업 공동개발
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